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@) Elektronlsche Baugruppe 



f) Die Erfindung betrifft eine elektronische Baugruppe, be- 
stehend aus wenigstens einem integrierten Halbleiterschalt- 
kreis und wenigstens einem weiteren elektronlschen Bauteil, 
bei der die Komponenten der Baugruppe auf Tragerberei- 
chen eines mit AnschluBpins versehenen Kontaktierungs- 
streifens angeordnet sind, wobei die Gestalt des bestiickten 
und mit einem VerguSwerl<stoff umsclilossenen Kontaktie- 
rungsstreifens mit seinen Ansclilufipins der eines standardi- 
sierten IC-Gehauses entspricht, wobei ein Tragerbereich fur 
die Aufnahme des integrierten Halbleiterschalkreises vorge- 
sehen ist und wobei die weiteren elektronlschen Bauteile auf 
weiteren Kontal<tierungsbereichen angeordnet sInd Oder 
solche mitelnander verbinden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine elektronische Baugruppe 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Elektronische Baugruppen mit Streifenaufbau, wobei 5 
mehrere elektronische Bauteile auf einem Kontaktier- 
streifen angeordnet sind, sind beispielsweise aus der un- 
ter dem Aktenzeichen P 42 12 948.6 angemeldeten Er- 
findung bekannt, jedoch wird for die darin beschriebene 
Baugruppe ein spezielles Gehause und ein sehr speziel- 10 
ler teurer Kontaktierstreifen benotigt, der am SchluB 
der Montage nach der BestUckung umgeklappt wird 
und dadurch elektronische Bauteile elektromagnetisch 
abschirmen soil. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine elek- 15 
tronische Baugruppe anzugeben, bei der ein integrierter 
Halbleiterkdrper und seine gesamte Beschaltung ko- 
stengunstig auf einem Kontaktierstreifen angeordnet 
ist. 

Diese Aufgabe wird erflndungsgemaB dadurch geldst, 20 
daB in der Mitte eines im wesentlichen unverinderten 
Kontaktierstreifens ein integrierter Halbleiterkdrper 
auf herkommliche Art und Weise, d. h. beispielsweise 
durch Kleben oder L6ten befestigt und anschlieBend 
kontaktiert wird und daB die Beschaltung des integrier- 25 
ten Halbleiterkdrpers, die aus wenigstens einem elek- 
tronischen Bauteil, vorteilhaft in SMD-AusfUhrung be- 
steht, auf die Zuleitungen, die spinnen- oder sternfOrmig 
auf den integrierten Halbleiterkdrper zu- bzw. von ihm 
wegfuhren, angeordnet ist. Die gesamte elektronische 30 
Baugruppe wird nach der Montage durch einen Mouid- 
prozeB mit herkSmmlicher und damit billiger VerguB- 
masse umhiillt und erhalt dadurch genau die gleiche 
Form und die gleichen Dimensionen eines IC-Gehauses 
(DIP, DIL, SO, TO, SIP, PLCC. . . .). 35 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile durch die 
entfallende auBere Beschaltung des integrierten Halb- 
leiterkdrpers bestehen insbesondere darin, daB eine Be- 
schadigung des integrierten Halbleiterkdrpers, hervor- 
gerufen durch eine Beschaltung mit falsch dimensionier- 40 
ten Bauteilen ausgeschlossen ist, daB as zu einer Platz- 
einsparung auf der Leiterplatte kommt und daB durch 
die Funktionsprufung des integrierten Halbleiterkdr- 
pers beim elektrischen Endmessen gleichzeitig die 
Funktion der Beschaltung getestet wird. Hinzu kommt 45 
eine wesentlich bessere elektromagnetische Vertrag- 
lichkeit (EMV) durch verkQrzte Zuleitungen und gerin- 
gere auBere Abmessungen der elektronischen Baugrup- 
pe. Insgesamt ergibt sich durch die Erfindung eine er- 
hebliche Einsparung an Fertigungskosten und eine hd- 50 
here Zuverlassigkeit der aus integriertem Halbleiter- 
kdrper und zugehdriger Beschaltung bestehenden elek- 
tronischen Baugruppe. 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und wird im folgenden naher be- 55 
schrieben.Eszeigen: 

Fig. 1 einen Kontaktierstreifen mit darauf angeord- 
neten elektronischen Baugruppen und 

Fig. 2 die perspektivische Darstellung einer elektro- 
nischen Baugruppe, bestehend aus einem integrierten eo 
Halbleiterkdrper und weiteren elektronischen Bautei- 
len. 

Auf dem in Fig. 1 dargestellten Kontaktierstreifen 1 
sind vorteilhaft jeweils zwei Baugruppen 10 nebenein- 
ander und zwolf hintereinander angeordnet. so daB eine 65 
Struktur mit vierundzwanzig leiterfdrmig angeordneten 
Baugruppen 10 entsteht Hierbei setzt sich jede Bau- 
gruppe 10 aus einem integrierten Halbleiterkdrper 2, 
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einem Kondensator in SMD-Ausfiihrung 3 und drei Wi- 
derstanden 4, 5 und 6, jeweils in SMD-Ausfuhrung zu- 
sammen. Der integrierte Halbleiterkdrper 2 wird mit 
einem Kleber auf dem Kontaktierstreifen 1 befestigt, 
wahrend die elektronischen SMD-Bauelemente 3, 4, 5 
und 6 auf die sogenannten Kellen 11 des Kontaktier- 
streifens 1 aufgeldtet sind. Die galvanische Verbindung 
zwischen dem integrierten Halbleiterkdrper 2 und den 
Kellen 11 des Kontaktierstreifens 1 erfolgt mitteis 
Bunddrahten 7, die auf herkdnunliche Art und Weise auf 
dem Kontaktierstreifen 1 bzw. den AnschluBpads des 
integrierten Halbleiterkdrpers 2 befestigt werden. 

Ein normalerweise schwarzer VerguBwerkstoff 12 
(Fig. 2) umschlieBt die elektronische Baugruppe 10, urn 
sie vor schadlichen Umwelteinfliissen, z. B. Feuchtigkeit 
zu schiitzen. 

Nach dem hierfiir notwendigen MouldprozeB weist 
die auf dem Kontaktierstreifen 1 zusammengefaBte 
elektronische Baugruppe 10 genau die Form und Ab- 
messungen eines standardisierten IC-GehSuses, in die- 
sem Fall eines Dual-Inline-Gehauses mit acht AnschluB- 
pins 9 auf, so daB die elektronische Baugruppe 10 beim 
BestQcken einer Leiterplatte auf konventionelle Art und 
Weise gehandhabt werden kann. 

PatentansprQche 

1. Elektronische Baugrup>pe, bestehend aus wenig- 
stens einem integrierten Halbleiterschaltkreis und 
wenigstens einem weiteren elektronischen Bauteil, 
bei der die Komponenten der Baugruppe auf TrS- 
gerbereichen eines mit AnschluBpins versehenen 
Kontaktierungsstreifens angeordnet sind, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Gestalt des bestOckten 
und mit einem VerguBwerkstoff umschlossenen 
Kontaktierungsstreifens mit seincn AnschluBpins 
der eines standardisierten IC-Gehauses entspricht,- 
daB ein Tragerbereich fQr die Aufnahme des inte- 
grierten Halbleiterkdrpers vorgesehen ist, und daB 
die weiteren elektronischen Bauteile auf weiteren 
Kontaktierungsbereichen angeordnet sind oder 
solche miteinander verbinden. 

2. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Baugruppe mit ei- 
nem VerguBwerkstoff (Mouldmasse) eingekapselt 
wird. 

3. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB die elektronische 
Baugruppe in einem IC-Gehause mit mehreren An- 
schlussen untergebracht ist. 

4. Elektronische Baugruppe nach einem der voran- 
gegangenen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
daB es sich bei den weiteren elektronischen Bautei- 
len um Surface-Mounted-Devices (SMD) handelt 
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